
บทที่ 2 
ทฤษฎี 

 
 

2.1  ทฤษฎีเก่ียวกับสารตัง้ตน 
2.1.1  แบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนต (BZT) 
 แบเรียมไทเทเนต (BaTiO3) เปนหนึ่งในสารเซรามิกเฟรโรอิเล็กทริกท่ีไดมีการนําไป
ประยุกตใชงานทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยางหลากหลาย ไดแก ตัวเก็บประจุแบบหลายช้ัน
(Multilayer ceramics capacitors) เทอรมิสเตอรแบบ PTC (Positive temperature coefficeint of 

Resistance) ทรานดิวเซอร (Transducer) อุปกรณไฟฟาเชิงแสง (Electro - optic) เปนตน 

[3-4] เนื่องจากแสดงสมบัตไิดหลากหลาย ไมวาจะเปนสมบัติไพโรอิเล็กทริกสมบัติเพียโซอิเล็ก- 
ทริกและสมบัติเฟรโรอิเล็กทริกไดด ี
 โดยปกติแลวโครงสรางเซรามิก BaTiO3 มี 4 โครงสรางหลักตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป ไดแก
คิวบิค (Cubic) เตตระโกนอล (Tetragonal) ออรโธรอมบิค (Orthorhombic) และรอมโบฮีดรอล
(Rhombohedral) โดยเปล่ียนเฟสที่อุณหภูมิ 130, 5 และ -90 องศาเซลเซียส [5] ตามลําดับแสดงดัง
รูป 2.1 

 
รูป 2.1  การเปล่ียนแปลงหนวยเซลลของแบเรียมไทเทเนตตามอุณหภูมิ [6] 
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ตาราง 2.1  แสดงโครงสรางผลึกของแบเรียมไทเทเนตในชวงอุณหภูมิตางๆ [7] 
ชวงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) โครงสรางผลึก 

 -90 รอมโบฮีดรอล (Rhombohrdral) 
ตั้งแต -90 ถึง 0 ออรโธรอมบิค (Orthorhombic) 
สูงกวา 0 ถึง 130 เตตระโกนอล (Tetragonal) 

130 ลูกบาศก (Cubic) 
  
 เม่ือทําการพิจารณาท่ีอุณหภมิู 130 องศาเซลเซียสซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีเกดิการเปล่ียนเฟสจากเฟส
ของเฟรโรอิเล็กทริกเปนเฟสของพาราอิเล็กทริก เรียกอุณหภูมิการเปล่ียนเฟสนีว้า อุณหภูมิคูรี 

(Curie temperature) พบวา ท่ีอุณหภูมิมากกวา 130 องศาเซลเซียส  BaTiO3 จะมีโครงสรางผลึก
เปนแบบคิวบิคเพอรรอฟสไคท (Perovskite) ท่ีสมมาตรซ่ึงมีการจัดเรียงตัวแลตทิซแบบ FCCโดยมี
ไอออนของ Ba2+ ไปยึดตรงตําแหนงท่ีอยูตรงมุมของโครงสรางเอาไวท้ังหมดในขณะท่ีไอออนของ 

Ti4+ จะเขาไปอยูตรงชองวางระหวางไอออนของ O2- ท่ีจัดเรียงตัวแบบทรงแปดหนาดังรูป 2.2 เพื่อ
ทําใหระบบมีความเปนกลางทางไฟฟา 

 
 

รูป 2.2  โครงสรางผลึกแบบเพอรรอฟสไกทของแบเรียมไทเทเนตเม่ือตําแหนง A คือ Ba2+, 
 ตําแหนง B คือ Ti4+ และ X คือ O2- [8] 
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 สําหรับท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 130 องศาเซลเซียส BaTiO3 จะมีโครงสรางแบบเตตระโกนอลท่ีมีคา
เตตระโกนอลลิตี้ (Tetragonality; c/a) ประมาณ 1.01 ซ่ึงภายในโครงสรางจะมีข้ัวท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ (Spontaneous polarization; Ps) ช้ีไปในทิศทาง [001] [9] โดยกระบวนที่เกิดข้ึนนี้เปน
การเปล่ียนรูปรางของหนวยเซลลจากโครงสรางคิวบิคเปล่ียนเปนเตตระโกนอลที่มีแกน c เพิ่มข้ึน 
 เม่ือพิจารณาการเปล่ียนเฟสในชวงระหวาง 0 ถึง -90 องศาเซลเซียส พบวาเฟสเฟรโรอิเล็ก- 
ทริกของโครงสรางแบบออรโธรอมบิค (Orthorhombic ferroelectric phase) มีความเสถียรโดยข้ัว
ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะช้ีไปในทิศทาง [110] ในโครงสรางคิวบิคเร่ิมตนขณะท่ีอุณหภูมิท่ีต่ํา
กวา -90 องศาเซลเซียส จะพบวาเฟสออรโธรอมบิคจะเกดิการเปล่ียนไปเปนเฟสรอมโบฮีดรอล
(Rhombohedral phase) โดยข้ัวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจะช้ีไปในทิศทาง [111] ของแลตทิซคิว-
บิคโดยทิศทางของโพลาไรเซชันท่ีเกิดในเฟสออรโธรอมบิคและรอมโบฮีดรอลแสดงดังรูป 2.3 

 
 

รูป 2.3  ทิศทางของการเกิดโพลาไรเซชันในหนวยเซลลแบบออรโธรอมบิค 
  และรอมโบฮีดรอล [10] 

 
 การเปล่ียนเฟสของสาร BaTiO3 ตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนเกิดข้ึนเนื่องจากการบิดเบ้ียวของทรง
แปดหนาของ TiO2 โดยการบิดเบ้ียวท่ีเกิดข้ึนนีจ้ะทําใหเกิดการมีข้ัวเองตามธรรมชาติท่ีสูงมากจงึ
เปนผลทําใหคาสภาพยอมสัมพัทธมีคาเพิ่มสูงข้ึน [8] แสดงดังรูป 2.4 
 



6 
 

 
รูป 2.4 คาสภาพยอมสัมพัทธของ BaTiO3 ตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป [8] 

 
 ถึงแมวาสารแบเรียมไทเทเนตจะแสดงสมบัติท่ีหลากหลายและเปนท่ีนยิมนําไปประยุกตใช
งานแตยังมีขอจํากัดคือสามารถใชงานไดท่ีอุณหภูมิต่ําและชวงอุณหภูมิการใชงานท่ีแคบคือท่ี
อุณหภูมิคูรี 130 องศาเซลเซียส โครงสรางผลึกของแบเรียมไทเทเนตจะเปล่ียนจากโครงสรางแบบ
เตตระโกนอลเปนคิวบิคเปนผลทําใหคาสภาพยอมสัมพัทธมีคาสูงและครอบคลุมอุณหภูมิในชวง
แคบ เพราะฉะนั้นจึงไดมีการเติมไอออนบางตัวลงไปแทนที่ในตําแหนง A หรือ B ในโครงสราง
เพอรรอฟสไกทเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมทางไฟฟาของวัสดุใหดีข้ึน เชน การเติม สทรอนเทียม (Sr) 
แทนท่ีแบเรียม (Ba) ในตําแหนง A หรือ การเติมฮาฟเนียม (Hf) หรือทิน (Sn) แทนท่ีไทเทเนยีม
(Ti)ในตําแหนง B พบวาการแทนท่ีในตําแหนง A ไมพบการเปล่ียนแปลงใดๆ [11] แตในกรณีของ
การแทนท่ีในตําแหนง B นั้นพบวาสามารถลดอุณหภูมิคูรีใหต่าํลงพรอมท้ังสามารถใชงานได
ในชวงอุณหภมิูท่ีกวางข้ึนนอกจากนีย้ังเพิม่คาสภาพยอมสัมพัทธใหสูงข้ึนอีกดวย [12] จึงมีการ
นําเอาสารแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนต (Ba(ZrxTi1-x)O3,BZT) มาประดิษฐเปนสารเซรามิกสําหรับ
ตัวเก็บประจุเนื่องจากการเติม Zr4+ แทนท่ี Ti4+ ในตําแหนง B และ Zr4+ มีความเสถียรมากกวา Ti4+ 

ทําใหสามารถลดอุณหภูมิคูรีใหต่ําลงและคาสภาพยอมสัมพัทธมีคาสูงและมีขอบเขตการใชงาน
ในชวงอุณหภมิูท่ีกวางข้ึน [13-15] สําหรับการประยุกตใชงานของพวกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ
นอกจากจะตองมีสมบัติทางไฟฟาท่ีสูงแลวเชนคาสภาพยอมสัมพัทธและยังตองมีสมบัติทางกลท่ีดี
ดวยดังนัน้การปรับปรุงสมบัติทางกลและไฟฟาของสารเซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตจึง
เปนส่ิงสําคัญในการประยุกตใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนกิสเหลานี ้
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2.1.2   การประดิษฐเซรามิก BZT 
 การประดิษฐเซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตใหมีสมบัติทางไฟฟาและกลท่ีเหมาะสมตอ
การประยกุตใชงานมีดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ในปค.ศ. 2003 J. Zhao และคณะ [18] ไดทําการศึกษาสมบัตท่ีิเหมาะสมตอการนําไป
ประยุกตใชกบัพวก DC Bias ของสารเซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตโดยการใชผงแบเรียม-
เซอรโคเนตไทเทเนตท่ีเตรียมดวยเทคนิคการบดยอยแบบ ball-milling และเผาแคลไซนท่ีอุณหภมิู 
1150 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2 ช่ัวโมง และเผาซินเตอรท่ีอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 2 ช่ัวโมง พบวา ท่ีอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ข้ึนไป สามารถเกิดเฟสเดีย่ว โดย
ปราศจากการหลงเหลือของสารตั้งตน ดังรูป 2.5 และการเติมเซอรโคเนียมลงในแบเรียมไทเทเนต 
พบวาสามารถลดอุณหภูมิคูรีลงไดพรอมท้ังใหคาสภาพยอมสัมพัทธท่ีอุณหภูมิหองท่ีสูงอีกดวย 

 
รูป2.5  รูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอกซของเซรามิก BZT [18] 

 
รูป 2.6  กราฟความสัมพันธระหวางสภาพยอมสัมพัทธและอุณหภูมิของเซรามิกBZTท่ีความถ่ีตางๆ

[18] 
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 ตอมาในปค.ศ. 2008 N. Nanakorn และคณะ [17] ทําการศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กทริก
และเฟรโรอิเล็กทริกของสารเซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตโดยการใชผงแบเรียมเซอรโค-
เนตไทเทเนตท่ีเตรียมดวยเทคนิคการบดยอยแบบ ball-milling พบวาปริมาณของ Zr มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิคูรีกลาวคือเม่ือปริมาณของ Zr เพิ่มข้ึนอุณหภูมิคูรีจะลดลงและท่ีปริมาณ
Zr 0.08% mol ใหคาสภาพยอมสัมพัทธสูงสุดคือ 12,780 ดังรูป 2.7 
 

 
รูป 2.7     ความสัมพันธระหวางสภาพะยอมสัมพัทธและอุณหภูมิของเซรามิก BZT ท่ีเงื่อนไขตางๆ 

(a) x = 0 sintered at 1300 oC, (b) x = 0.02 sintered at 1350 oC, (c) x = 0.05 

sintered at 1450oC และ(d) x = 0.08 sintered at 1400 oC ท่ีความถ่ี1 kHz, 10 kHz

และ100 kHz. [17] 

 

 
รูป 2.8  คาความหนาแนนของเซรามิก BZT ท่ีปริมาณ x ตางๆ [16] 

 



9 
 

 ในปเดยีวกันนี ้F. Moura และคณะ [16] ไดทําการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับ N. Nanakorn

พบวาท่ีปริมาณ Zr 0.05 mol% ใหคาสภาพะยอมสัมพทัธสูงสุดคือ 14400 นอกจากนี้จากรายงาน
การวิจยัของ Netima [19] ไดรายงานไววาท่ีปริมาณ Zr 0.05% mol ใหคาสภาพยอมสัมพัทธสูงสุด
คือ 12700 ดังตาราง 2.2 
 
 ตาราง 2.2  ลักษณะเฉพาะของผงและเม็ดเซรามิก BZT ท่ีอัตราสวน Ti/Zr ตางๆ [14] 

Samples Surface area 
(nm) 

Pr 

(C/cm2) 
Ec 

(kV/cm) 
Dielectric 

permittivity 
 (100 kHz) 

Ba(Ti0.95Zr0.05)O3 0.83 5.4 186 14,400 
Ba(Ti0.90Zr0.10)O3 0.27 5.3 134 11,600 
Ba(Ti0.85Zr0.15)O3 0.16 3.6 157 5,300 

 
 จากการศึกษาและทบทวนเอกสารทางวิชาการขางตนท่ีเกี่ยวของกับการเตรียมผง BZT มี
ดวยกันหลากหลายวิธีท้ังวิธีทางกลและทางเคมีซ่ึงแตละวิธีมีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกันไป
นอกจากนี้วิธีการเตรียมผง BZT ดวยวิธีทางกลนั้นสวนใหญจะใชเทคนิค ball-milling เพราะฉะน้ัน
จึงไดทําการเตรียมผงแบเรียมไทเทเนตเซอรโคเนตดวยเทคนิคการบดยอยแบบ ball-milling จากนัน้
เผาแคลไซนท่ีอุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียสเปนเวลานาน 2 ช่ัวโมงโดยใชอัตราการข้ึน/ลงอุณหภูมิ
3 องศาเซลเซียสตอนาที และเผาซินเตอรท่ีอุณหภูมิ 1450 องศาเซลเซียสเปนเวลานาน 2 ช่ัวโมงโดย
ใชอัตราการข้ึน/ลงอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียสตอนาที เปนเง่ือนไขท่ีเหมาะสมตอการเผาซินเตอร
เซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตดังนัน้ทางผูวิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเนื่องจาก
เง่ือนไขดังกลาวใหคาสภาพยอมสัมพัทธท่ีมีคาสูง 

 
2.2   ทฤษฎีเก่ียวกับเสนลวดนาโนซิลิคอนคารไบด 
 ซิลิคอนคารไบด (SiC) เปนสารประกอบของซิลิคอน (Si) และคารบอน (C) มีสูตรทางเคมี คือ
SiC ตอมาไดมีการศึกษาและสังเคราะหซิลิคอนคารไบดท่ีมีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเนื่องจากมี
สมบัติความยดืหยุนและคาความแข็งดกีวากลุมซิลิคอนคารไบดขนาดใหญจึงไดมีการการนํา
ซิลิคอนคารไบดมาประยกุตใชงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโดยมากท่ีนยิมใชกันไดแก p-n 

diodes, Schottky diodes, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFETs), 
Metal Semiconductor Field Effect Transistor (MESFETs), bipolar junction transistors, 

thyristors และ solar blind photodetectors เปนตน [20] 
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2.2.1   โครงสรางผลึกของซิลิคอนคารไบด 
 โครงสรางของซิลิคอนคารไบดมีการสรางพันธะระหวางซิลิคอนและคารบอนดวยพนัธะโคเว-
เลนตซ่ึงมีโครงสรางคลายเพชรโดยมีการจดัวางตวัแบบ sp3 ไฮบริดออรบิทัลซ่ึงจะเกิดพันธะ 4

กลาวคือ อะตอมของ Si 4 อะตอมจะลอมรอบอะตอมของ C 1 อะตอมเปนรูปทรงส่ีหนา
(Tetrahedral) โดยการรวมกันของออรบิทัลท่ีเล็กมากๆของอะตอมท่ีเหลือซ่ึงเปนอะตอมของ
คารบอนและซิลิคอนท่ีสถานะพ้ืน (Ground state) แสดงดังรูป 2.9 และท่ีสถานะกระตุน (Excited 

state) แสดงดงัรูป 2.10 นอกจากนี้ซิลิคอนกับคารบอนมีสมบัติเปนของแข็งเหมือนกันแตตางกันท่ี
อะตอมของซิลิคอนใหญกวาดังนั้นการยึดกันของอะตอมจึงมีคุณภาพไมเหมือนกันโดยท่ีอะตอม
ของซิลิคอนและคารบอนจะไมสามารถยึดพันธะกันแนนเหมือนโครงสรางของเพชรท่ีประกอบ 
ดวยอะตอมของคารบอนดวยเหตุนี้ซิลิคอนจึงมีจุดหลอมเหลวตํ่ากวาของคารบอนโดยซิลิคอนมีจดุ
หลอมเหลวท่ี1420องศาเซลเซียสและคารบอนมีจุดหลอมเหลวที่ 3500 องศาเซลเซียส ซ่ึงธาตุท้ัง 2

มีลักษณะคลายกันหลายอยางนั้นทําใหอะตอมของซิลิคอนสามารถเขาไปแทนท่ีอะตอมของ
คารบอนไดดังรูปท่ี 2.11 ตัวอยางของการเกิดซิลิคอนคารไบดเชนถาเผาถานโคกซ่ึงเปนอะตอมของ
คารบอนบริสุทธ์ิกับทรายท่ีประกอบดวยอะตอมของซิลิคอน โดยใหกระแสไฟฟาภายใตสภาวะท่ี
เหมาะสมทําใหอะตอมของซิลิคอนเขาไปแทนท่ีอะตอมของคารบอนคร่ึงหนึ่งสุดทายจะได
สารประกอบท่ีมีอะตอมของคารบอนและซิลิคอนอยางละเทาๆ กัน [21] ตามแผนภาพวัฏภาคแสดง
ดังรูป 2.12 

 
รูป 2.9  อะตอมของคารบอนและซิลิคอนที่สถานะพ้ืน [22] 

 
รูป2.10  อะตอมของคารบอนและซิลิคอนที่สถานะกระตุน [22] 
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รูป 2.11  รูปทรงส่ีหนาของอะตอมคารบอนท่ีถูกลอมดวยอะตอมซิลิคอน [22] 

 
รูป 2.12  แผนภาพวัฏภาคของคารบอนและซิลิคอน [23] 

 
 นอกจากนี้ในความเปนจริงแลวรูปแบบโครงสรางผลึก (Crystalline form) ของซิลิคอนคาร-
ไบดมีประมาณ 250 รูปแบบซ่ึงรูปแบบโครงสรางผลึกท่ีแตกตางกันนี้เรียกวา polytypes โดยแตละ
รูปแบบหรือซิลิคอนคารไบดแตละชนิดจะมีองคประกอบทางเคมีเหมือนกันแตสูตรโครงสรางหรือ
รูปแบบการจดัเรียงตัวท่ีตางกันดังจะเห็นไดจากการจัดเรียงอะตอมท่ีแตกตางกันในแตละรูปแบบ
โครงสรางผลึกของซิลิคอนคารไบดซ่ึงระยะหวางอะตอม Si และ C มีคา 1.89 Å และระยะหาง
ระหวางช้ันของอะตอม Si มีคา 2.52 Å แตท่ีสําคัญความแตกตางในซิลิคอนคารไบดแตละชนิดคือ
ความสูงของแกน c ดังนั้นอัตราสวน c/a ของซิลิคอนคารไบดแตละชนิดจึงมีคาตางกันตามไปดวย
แตกย็ังมีการบรรจุอะตอมแบบชิดท่ีสุด (Hard-sphere model) อยูโครงสรางหลักของซิลิคอนคาร-
ไบดแบงออกเปน 2 ชนิดไดแก  -SiC มีโครงสรางผลึกเปนแบบเฮกซะโกนอล (คลายWurtzite 

structure) สามารถเกิดโครงสรางนี้ไดเม่ือใหอุณหภมิูมากกวา 1700 องศาเซลเซียส ข้ึนไปรูปแบบ
โครงสรางผลึกของซิลิคอนชนิดนี้ ไดแก 6H, 4H, 2H-SiC โดยมีคาอัตราสวน c/a เปน1.641, 3.271

และ 4.908 ตามลําดับ และมีการจัดเรียงอะตอมแบบ /ABCACB/(=6H1), /ABCBAB/(=6H2), 
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/ABCB/(=4H ) และ / AB/ AB/(=2H*) สําหรับอีกโครงสรางหนึ่งคือ  - SiC มีโครงสรางผลึก
เปนคิวบิคหรือมีโครงสรางแบบ zinc blende (คลายโครงสรางของเพชร) โครงสรางนี้เกิดไดเม่ือ
อุณหภูมิต่ํากวา 1700 องศาเซลเซียส และมีรูปแบบโครงสรางผลึกของ  - SiC คือ
3C*(ABCABC…)  - SiC อยูในรูปกึ่งเสถียร (Metastable form) ในขณะท่ี  - SiC จะเสถียรได
ท่ีอุณหภูมิต่ําๆในเวลานั้นPandeyและKrishna [24]ไดทําการทดลองแลวอธิบายเกีย่วกับการเปล่ียน
สถานะหรือรูปแบบโครงสรางของซิลิคอนคารไบดไววารูปแบบโครงสรางของซิลิคอนคารไบดจะ
เปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิเมือ่ใหอุณหภูมิสูงถึง 1400 - 1700องศาเซลเซียส 2H จะเปล่ียนโครงสราง
ผลึกเปน 3C และ 2H จะเปล่ียนโครงสรางผลึกเปน 6H เม่ืออุณหภมิูสูงกวา 1700 องศาเซลเซียส 
นอกจากนี้แลวในโครงสรางของ  - SiC ยังมีอีกหนึ่งรูปแบบโครงสรางท่ีคอนขางนิยมคือ 15R*

ซ่ึงจะมีการจดัเรียงตัวของอะตอมแบบ /ABCBACABACBCACB/ 
* (C = Cubic, H = Hexagonal, R = Rhombohedral) 

 
2.2.2   สมบัตทิางไฟฟาของซิลิคอนคารไบด 
 ความแตกตางของรูปแบบโครงสรางของซิลิคอนคารไบดแตละชนิดนั้นข้ึนอยูกับการจัดเรียง
ตัวของอะตอมในแนวแกน C ซ่ึงความแตกตางในการจัดเรียงตัวของอะตอมนี้จะสงผลโดยตรงตอ
สมบัติทางไฟฟาและสมบัตทิางแสงของซิลิคอนคารไบดแตละชนิดดงัจะเห็นไดจากพลังงานแถบ
ตองหาม (Energy band gap) ของ 3C-SiC, 2H, 4H, 6H-SiC มีคาพลังงานแถบตองหามดังนี ้2.39, 

3.33, 3.27 และ 3.02 eV ตามลําดับ และจากคาพลังงานแถบตองหามท่ีคอนขางนี้ บงบอกวา
ซิลิคอนคารไบดมีสมบัติเปนฉนวนหรือวสัดุกึ่งตัวนําซ่ึงจะสามารถแสดงสมบัติของวัสดุกึ่งไดก็
ตอเม่ือมีการเตมิ Donor หรือ Acceptor ลงไปเพ่ือทําใหเปนวัสดุกึ่งตัวนําแบบ n- หรือ p-type

นอกจากนี้ซิลิคอนคารไบดยงัเฉ่ือยตอปฏิกริิยาท่ีสามารถเกิดข้ึนไดเม่ืออยูในสภาพแวดลอมตางๆ
และยังมีความสามารถในการนําความรอนท่ีสูงนอกจากนี้ยังมีคาสัมประสิทธ์ิการขยายตัวท่ีต่ําซ่ึง
สามารถทนการเบรก (break down) เนื่องจากกระแสไฟฟาไดสูง เชน 6H-SiC มีการทนการเบรก-
ดาวนไดดกีวา GaAs เนื่องจากอิเล็กตรอนในซิลิคอนมีความสามารถในการเคลื่อนท่ีไดเร็วกวา
อิเล็กตรอนใน GaAs ทําใหสามารถนําความรอนและกระจายความรอนไดเร็วกวาดวยนั่นเองเน่ือง
ดวยสมบัติตางๆ นี้ ซิลิคอนคารไบดจึงเหมาะตอการนํามาประยกุตใชเปนแผนซับสเตรทในงาน
อิเล็กทรอนิกสตางๆเพราะฉะนั้นซิลิคอนคารไบดจึงถือไดวาเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญในการประยุกตใช
งานในอุตสาหกรรมวัสดุกึ่งตัวนําและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส [26] 
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2.3   ทฤษฎีเก่ียวกับนาโนคอมโพสิตเซรามิก 
 นาโนคอมโพสิตเซรามิกคือวัสดุท่ีประกอบไปดวยวัสดตุั้งแต2ชนดิข้ึนไปไดแกเฟสหลัก
(Matrix phase) ในท่ีนี้คือเซรามิกออกไซดชนิดตางๆ เชน BT, PT, PZT และ Al2O3 เปนตน และ
เฟสรอง หรือ ตัวเสริมแรง (Disperse or Reinforce phase) เชน SiC, WO3 และ MgO เปนตนโดย
ในกรณีของวสัดุผสมนาโนเซรามิกนี้เฟสรองจะตองมีขนาดอยูในเรือนนาโนเมตร (1-100 nm)โดย
การเติมเฟสรองท่ีมีขนาดในเรือนนาโนลงไปจะสงผลตอสมบัติตางๆของเซรามิกและจากรายงาน
การวิจยัท่ีผานมาพบวาสามารถชวยในการปรับปรุงสมบัติทางกลของเซรามิกใหดีข้ึนและเพื่อ
ประโยชนในการใชงานท่ีกวางขวางข้ึน ยกตัวอยางเชนในระบบ BT/SiC [14-15], PT/SiC [30] 
และ Al2O3/WO3 [27] เปนตนแตในทางตรงกันขามสมบัติทางไฟฟาของเซรามิกจะลดลงเนื่องจาก
เฟสรองท่ีเติมลงไปสงผลโดยตรงตอโครงสรางจุลภาคและขนาดของเกรนซ่ึงสมบัติทางไฟฟาของ
เซรามิกนั้นสวนมากจะข้ึนอยูกับขนาดเกรนเชนสมบัติไดอิเล็กทริกคือหากขนาดของเกรนนอยกวา
ขนาดเกรนวิกฤต (1 m) จะทําใหคาสภาพยอมสัมพัทธลดลง 
 ในป ค.ศ. 1995 Sekino และ Niihara [27] ไดศึกษาโครงสรางจุลภาคและสมบัติทางกลของ
นาโนคอมโพสิตเซรามิกระหวางอะลูมินาและทังสเตนออกไซดพบวาคาความหนาแนนของวัสดุ
ผสมมีคาสูงสุดถึง 98% จากการศึกษาโครงสรางจุลภาคแสดงใหเห็นวาอนุภาคขนาดนาโนเมตร
ของทังสเตนออกไซดจะปรากฏใหเห็นภายในเน้ือของอะลูมินาและอนภุาคขนาดไมครอน (1m) 

จะอยู ณ บริเวณขอบเกรนและจากการศกึษาสมบัติทางกลพบวาสมบัติทางกลดีข้ึนและมีคามากกวา
เซรามิกอะลูมินา เนื่องจากผลของการเติมอนุภาคขนาดนาโนของทังสเตนออกไซดลงไปโดยจะทํา
ใหเกิดความเคนคงคางภายในเน้ือวัสดุสาเหตุเกดิมาจากการขยายตัวทางความรอนท่ีแตกตางกันของ
สารแตละชนดิท่ีแตกตางกนัดังรูป 2.13 

 
รูป 2.13  แสดงคาความแข็งและคามอดุลัสความยืดหยุนท่ีเปล่ียนแปลงตามสัดสวนของ

ทังสเตนในวัสดุผสมนาโนอะลูมินาและทังสเตนออกไซด [27] 
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ตาราง 2.3  คา Toughness และ Strength ของวัสดุผสมนาโนอะลูมินาและทังสเตนออกไซด [27] 
ปริมาณทังสเตน(vol%) Toughness (MPa.m1/2) Strength (MPa) 

0 
2.5 
5.0 
7.5 
5.0 

3.20 
3.44 
3.77 
3.80 
3.67 

528.1 
692.5 
645.3 
683.5 

1105.1 

 
 ป ค.ศ. 1996 Niihara และคณะ [14] ไดทําการศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสรางและเฟสของ
เซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตเม่ือเติมอนุภาคนาโนซิลิคอนคารไบดในปริมาณตางๆ โดยใช
วิธีการผสมสารตั้งตนดวยเทคนิค ball-milling พบวา การเติมอนุภาคนาโนซิลิคอนคารไบดสงผล
ตอโครงสรางผลึก อุณหภูมิการเปล่ียนเฟส ความหนาแนนและขนาดเกรนของเซรามิกแบเรียมเซอร
โคเนตไทเทเนตโดยเม่ือปริมาณอนภุาคนาโนซิลิคอนคารไบดเพิ่มข้ึนจะสงผลทําใหโครงสรางผลึก
เปล่ียนจากคิวบิคเปนเตตระโกนอลท่ีอุณหภูมิหองและทําใหอุณหภูมิคูรีลดลง ซ่ึงอุณหภูมิการ
เปล่ียนเฟสที่ลดลงและคอยๆหายไปซ่ึงจะปรากฏใหเหน็ไดชัดเจนเม่ือเติมอนุภาคนาโนซิลิคอนคาร
ไบดมากกวา 1 รอยละโดยปริมาตร นอกจากนี้ยังสงผลทําใหความหนาแนนและขนาดเกรนของ
เซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตลดลงอีกดวย 
 

 
รูป 2.14  การเปล่ียนแปลงขนาดเกรนเม่ือปริมาณอนุภาคนาโนซิลิคอนคารไบดเพิ่มข้ึนของ 

วัสดุผสม BaTiO3- SiC ผานการเผาซินเตอรท่ีอุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส [14] 
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 ตอมาในป ค.ศ. 1998 Niihara และคณะ [13] ไดรายงานผลการศึกษาโครงสรางจุลภาคและ
สมบัติทางกลของเซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตเมื่อเติมอนุภาคนาโนซิลิคอนคารไบดใน
สัดสวนตางๆ และเลือกใชอุณหภูมิการเผาซินเตอรในชวง 1300 - 1450 องศาเซลเซียส พบวา
อุณหภูมิการเผาซินเตอรมีผลตอความหนาแนนสัมพัทธของเซรามิกและวัสดุผสมโดยตรง อุณหภูมิ
ซินเตอรท่ี 1300 องศาเซลเซียสใหคาความหนาแนนสัมพัทธสูงสุด (99.9 -  95.8 %) ดังรูป 2.14

และการเติมอนุภาคนาโนซิลิคอนคารไบดลงไปยังมีผลตอการเปล่ียนแปลงโครงสรางผลึกและเฟส
ดังตาราง 2.4 นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มสมบัติทางกลของเซรามิก ไดแก คาความแข็ง ความเหนียว  
มอดุลัสความยืดหยุน และ Fracture strength ใหดีข้ึน เปนผลมาจากขนาดเกรนท่ีลดลงเม่ือเติม
อนุภาคนาโนซิลิคอนคารไบดลงไปซ่ึงอนุภาคนาโนเหลานี้จะอยูตรงบริเวณขอบเกรนจึงทําหนาท่ี
เปนตัวยับยั้งการเติบโตของเกรน จึงทําใหขนาดเกรนมีขนาดลดลงเม่ือปริมาณอนุภาคนาโนซิลิคอน
คารไบดเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัเปนผลมาจากความเคนคงคางภายในท่ีเกดิข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนเฟสจาก
พาราอิเล็กทริกเปนเฟรโรอิเล็กทริก 

 

 
รูป 2.15    คาความหนาแนนสัมพัทธท่ีเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิซินเตอรของเซรามิก

แบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนตและวัสดุผสมระหวางแบเรียมเซอรโคเนตไทเทเนต
และอนภุาคนาโนซิลิคอนคารไบด (ปริมาณซิลิคอนคารไบด (Vol%):; 0, ;  

 1, ; 3, ; 5 ) [15] 
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ตาราง 2.4 แสดงสมบัติของเซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตและวัสดุผสมระหวางแบเรียมเซอรโคเนต
ไทเทเนตและอนุภาคนาโนซิลิคอนคารไบด [15] 

SiC 
content 
(Vol%) 

Tsinter 
 

(oC) 

Relative 
density 

(%) 

Grain  
size  
(m) 

HV  
 

(GPa) 

E 
 

(GPa) 

KIC  
 

(MPa .m1/2) 

Fracture 
strength 
(MPa) 

 
0 
 
 
 

1 
 
 

3 
 
 
 

5 

 
1300 
1320 
1400 
1450 
1300 
1350 
1400 
1300 
1350 
1400 

 
1300 
1350 
1400 
1450 

 
99.9 
99.9 
99.0 
98.4 
98.0 
98.6 
98.9 
96.2 
96.9 
97.0 

 
95.8 
96.1 
96.3 
96.5 

 
1.35 

2.5/45.2b 

13.5/107b 
123 
0.84 
1.18 

2.8/304* 
0.48 
0.66 

1.3/189* 
 

0.35 
0.32 
0.40 

- 

 
6.96 
6.70 

- 
- 

7.67 
7.30 

- 
9.15 
8.98 

- 
 

9.23 
9.18 

- 
- 

 
94 
- 
- 
- 

129 
- 
- 

141.2 
- 
- 
 

141.4 
- 
- 
- 

 
0.86 

- 
- 
- 

0.99 
- 
- 

1.22 
- 
- 
 

1.19 
- 
- 
- 

 
174 
101 
99 
46 

282 
301 
69 

350 
291 
107 

 
305 
315 
302 
249 

aTetra, tetragonal; P-cubic, pseudo-cubic, hexagonal; hexa, tetra, major phase is 
hexagonal. 

 bBimodal distribution. 
 

 และในปเดยีวกันนี้เอง Neumann [28] ไดศึกษาเฟสซิลิคอนคารไบดในระดับนาโนที่เติมลงใน
เซรามิกแบเรียมไทเทเนตพบวาเม่ือเติมซิลิคอนคารไบดลงไปในเซรามิกแบเรียมเซอรโคเนตไทเท-
เนต  จะเกดิการสลายตัวของซิลิคอนคารไบดและเกิดเปนเฟสเฟรสโตไนท  (Frestonite:  

Ba2TiSi2O8) ตั้งแตอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรวจสอบไดดวยเทคนิค Electron Energy Loss 

Spectroscopy (EELS) ดังรูป 2.15 และปริมาณเฟรสโตไนทจะเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนโดยการ
เกิดเฟสเฟรสโตไนทอยูในชวงอุณหภูมิ 700 – 1350 องศาเซลเซียส 
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รูป 2.16 แสดงการสูญเสียพลังงานของอิเล็กตรอนดวยเทคนิค EELS ท่ีอุณหภูมิตางๆ [26] 

 
 ถัดมาในป ค.ศ. 2003 Xiang และคณะ [29] ไดศึกษาสมบัติทางกลและสมบัติทางไฟฟาของ
เลดเซอรโคเนตไทเทเนตท่ีเสริมแรงดวยสารประกอบออกไซดตางๆ ไดแก ยทิเทรียมออกไซด
(Y2O3) โมลิบดินัมออกไซด (MoO3) และ ทังสเตนออกไซด (WO3) ในปริมาณ 0.1 - 1.0 รอยละ
โดยนํ้าหนัก พบวา สารประกอบออกไซดเหลานี้ชวยเพิ่ม fracture strength ใหดข้ึีนและเพิ่มข้ึนถึง
1.5 เทาเม่ือเติมยิทเทรียมออกไซดในปริมาณ 0.1 รอยละโดยน้ําหนัก เนื่องจากสารประกอบ
ออกไซดท่ีเติมลงไปน้ัน ไดไปยบัยั้งการเติบโตของเกรนจึงทําใหเกรนมีขนาดเล็กลงซึ่งชวยให
สามารถตานการแตกราวท่ีมักจะเกิดในเซรามิกได นอกจากนี้ทําใหสมบัติเพียโซอิเล็กทริกและ
สมบัติไดอิเล็กทริกท่ีดีข้ึน เนือ่งจากสารประกอบท่ีเติมลงไปเปน Donor ไดแก Y3+, Mo6+ และ W6+

ท่ีจะเขาไปแทนที่ในตําแหนง A หรือ B ในโครงสรางผลึกแบบเพอรรอฟสไกทของเซรามิกเลด-
เซอรโคเนตไทเทเนตจึงสามารถปรับปรุงสมบัติทางไฟฟาของเซรามิกเลดเซอรโคเนตไทเทเนตใหดี
ข้ึนไดอีกอีกดวย 
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รูป 2.17  การเปล่ียนแปลงของ Fracture strength และ Fracture toughness 

           ของเซรามิกเม่ือเติมสารประกอบออกไซดในปริมาณตางๆ [28] 
 

 
รูป 2.18 โครงสรางจุลภาคของรอยหักของเซรามิกเลดเซอรโคเนตไทเทเนตท่ีเติม 

         และไมเติมสารประกอบออกไซด [28] 
 
 ตอมาในป ค.ศ. 2009 Wongmaneerung และคณะ [30] ไดศึกษาผลของการเติมเสนใยนาโน-
ซิลิคอนคารไบดท่ีมีตอโครงสรางจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกเลดไทเทเนต พบวา
เสนใยนาโนซิลิคอนคารไบดมีผลตอโครงสรางจุลภาคสมบัติทางไฟฟาและสมบัติทางกลของเซรา-
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มิกเลดไทเทเนตโดยตรง ซ่ึงเสนใยนาโนซิลิคอนคารไบดจะกระจายตัวอยางสมํ่าเสมออยูภายในเน้ือ
เกรนและขอบเกรนจึงทําใหขนาดเกรนของเซรามิกเลดไทเทเนตลดลง และสงผลทําใหสมบัติทาง
กลดีข้ึน แตสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกลดลง เนื่องจากเสนใยนาโนซิลิคอนคารไบดไมใชสาร
เฟรโรอิเล็กทริกและเพียโซอเิล็ก จึงประพฤติตัวเหมือนรูพรุนและเปนผลมาจากการเคล่ือนท่ีของ
ผนังเมนถูกยดึเหน่ียวเนื่องจากขนาดเกรนของเซรามิกลดลงจึงทําใหคาสภาพยอมสัมพัทธลดลง 
 
2.4  การซินเตอร (Sintering) 
 การซินเตอร คือ กระบวนการทางความรอนท่ีเปล่ียนใหอนภุาคท่ีจับตัวกนัแนนกลายเปน
โครงสรางท่ีหนาแนนข้ึน ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมีการใชอุณหภูมิสูง (ท่ีอุณหภูมิต่ํากวาจุด
หลอมเหลวของสารประกอบนั้น) เพื่อใหอะตอมของสารท่ีเกิดการแพรเขาไปยดึเกาะกันแนนมาก
ข้ึนโดยการแพรของอนุภาคในสภาวะท่ีเปนของแข็งจนเกิดคอคอด (Neck) ระหวางอนุภาคท้ังสอง
ทําใหผลิตภณัฑมีเนื้อแนนความพรุนตัวลดลงและมีการหดตวัภายหลังการซินเตอร [31] 
 พฤติกรรมการซินเตอรนั้นมีอยูหลายรูปแบบตัวอยางกลไกของการซินเตอรท่ัวๆ ไป ไดแก 
การซินเตอรแบบสถานะของแข็ง (Solid State Sintering หรือ SSS) ซ่ึงจะเกีย่วของกับเฟสท่ีเปน
ของแข็งและรูพรุนเทานั้นซ่ึงประกอบไปดวย 3 ข้ันตอนหลักท่ีมีความตอเนื่องกันอยู คือ 

1. การซินเตอรชวงเร่ิมตน (Initial sintering) จะเกีย่วของกับการจัดเรียงตัวกนัใหมอีก
คร้ังหนึ่งของอนุภาคผงภายในช้ินงานและการเกิดพนัธะท่ีแข็งแรงข้ึนมาท่ีบริเวณจุด
สัมผัสระหวางอนุภาคผงความหนาแนนสัมพัทธของช้ินงานในชวงนี้อาจจะเพิ่มข้ึนจาก
0.5 - 0.6 ไดสวนใหญเนื่องมาจากการท่ีอนุภาคผงมีการแพคตวักันอยางมากยิง่ข้ึน
นั่นเอง 

2. การซินเตอรชวงกลาง (Intermediate sintering) เปนชวงท่ีขนาดของคอเร่ิมโตข้ึนและ
ปริมาณขอความพรุนในช้ินงานจะเร่ิมลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากอนภุาคเร่ิมเขามา
ใกลชิดติดกันมากยิ่งข้ึนทําใหช้ินงานเกิดมีการหดตัวลงอยางชัดเจนเร่ิมมีเกรนและขอบ
เกรนเกดิข้ึนพรอมกับมีการเคล่ือนท่ีของส่ิงเหลานี้ทําใหเกิดมีการเติบโตของเกรนบาง
เกรนข้ึนข้ันตอนนี้จะดําเนนิไปเร่ือยๆอยางตอเนื่องในขณะท่ีชองวางของรูพรุนจะเร่ิม
เกิดการเช่ือตอกัน (พวกรูพรุนเปด) และจะส้ินสุดพฤติกรรมนี้ทันทีเม่ือรูพรุนเกิดมีการ
แยกตัวหลุดออกไปอยูตางหาก (พวกรูพรุนปด) การหดตวัของช้ินงานจะเกิดข้ึนมาก
ท่ีสุดในการซินเตอรชวงกลางนี้และทําใหเกิดความหนาแนนสัมพัทธของช้ินงานมีคา
สูงถึงประมาณ 0.9 ได 
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3. การซินเตอรชวงสุดทาย (Final stage sintering) เปนชวงท่ีรูพรุนในช้ินงานเร่ิมปด
ตัวเองลงและคอยๆถูกกําจัดใหหมดไปจากช้ินงานอยางชาๆโดยอาศัยกลไกการแพร
ของอากาศจากรูพรุนออกมาตามแนวของขอบเกรนแลวหลุดออกไปจาผิวช้ินงานซ่ึงจะ
ทําใหช้ินงานเกิดการแนนตัวเพิ่มข้ึนจากเดิมอีกเพยีงเล็กนอยขนาดของเกรนจะเพ่ิมข้ึน
ในการซินเตอรชวงสุดทายนี ้

 
 
 
 

 
 

รูป 2.19  การเกิดคอคอดระหวางเกรน 
 

 
รูป 2.20  โครงสรางทางจุลภาคของการซินเตอรแบบสถานะของแข็ง 

(ก) อนภุาคยึดกันอยูแบบหลวมๆ  (ข) การซินเตอรชวงเร่ิมตน 
    (ค) การซินเตอรชวงกลาง             (ง) การซินเตอรชวงสุดทาย 

Neck
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 การซินเตอรแบบมีเฟสของเหลว (Liquid Phase Sintering หรือ LPS) ซ่ึงจะเกี่ยวของกับเฟสท่ี
เปนของแข็งของเหลวและรูพรุนแตจะเนนเฉพาะบริเวณท่ีเปนของแข็งเนื่องจากวสัดุสวนใหญนั้น
เปนของแข็งและมีของเหลวอยูไมเกนิรอยละ 20 การซินเตอรแบบ LPS มีอยู 2 ระบบ คือ 

กระบวนการซินเตอรแบบมีเฟสของเหลวมีอยูสองระบบคือ 
1. ระบบท่ีไมเปนเนื้อเดยีวกัน เม่ือช้ินงานไดรับความรอนจนกระทั่งถึงอุณหภูมิของการ

ซินเตอรจะมีเฟสท่ีเปนของเหลวเกิดข้ึนและคงสภาพอยูตลอดชวงของการซินเตอรและ
เม่ือช้ินงานเร่ิมเย็นตัวลงเฟสท่ีเปนของเหลวนี้จะเกดิการแข็งตัวแยกเฟสอยูในช้ินงาน 

2. ระบบท่ีมีความเปนเนื้อเดียวกัน เม่ือช้ินงานไดรับความรอนจนกระท่ังถึงอุณหภูมิของ
การซินเตอรจะมีเฟสที่เปนของเหลวเกดิข้ึนแลวคอยๆหายไปชาๆดวยการละลายลงไป
อยูในเนื้อเมทริกซของช้ินงาน 

 การซินเตอรแบบแกวหนดื (Viscous Composite Sintering หรือ VGS) ซ่ึงเปนกลไกที่อนุภาค
ผงแกวเกิดการแนนตัวหรือท่ีเรียกวาการไหลหนืด (Viscous Flow) เชน ในการเคลือบผิว(Glazing 
หรือ Enamelling) โดยจะเกีย่วของกับของเหลว (แกวท่ีหลอมและรูพรุน) 
 การซินเตอรแบบวัสดุผสมหนืด (Viscous Composite Sintering หรือ VCS) หรือ
Vistrification ซ่ึงจะเกีย่วกับระบบท่ีมีปริมาณของเหลวอยูมากกวาในกรณีของ LPS และเปน
บริเวณของการซินเตอรท่ีเกิดขึ้นในผลิตภณัฑพวกถวยชามหลายๆชนิดเชนพอรซเลน 
 การซินเตอรเปนกระบวนการสําคัญซ่ึงใชอุณหภูมิสูงคุณภาพของการซินเตอรข้ึนอยูกับเวลาใน
การเผา (Sintering time) อุณหภูมิในการเผา (Sintering temperature) ความบริสุทธ์ิของผงการ
ควบคุมบรรยากาศระหวางการเผาซินเตอรเพื่อกําจดัการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีไมตองการและอัตราการ
ข้ึน/ลงของอุณหภูมิ 
 
2.5   สมบัติทางไฟฟา 
2.5.1   สมบัตไิดอิเล็กทริก 
 สมบัติไดอิเล็กทริก (Dielectric properties) คือ สมบัติการเปนฉนวนไฟฟาของวัสดแุละเปน
พวกท่ีมีความตานทานไฟฟาสูง [2] เม่ือวสัดุอยูภายใตสภาวะปกตจิะประกอบไปดวยโมเลกุลท่ีมีจุด
ศูนยกลางมวลรวมกันระหวางโปรตอนและอิเล็กตรอน โดยจะอยูภายใตแรงยดึเหนีย่วของโมเลกลุ
และแรงยึดเหนี่ยวของอะตอม ภายในเนื้อสารจึงไมมีประจุไฟฟาอิสระ แตเม่ือสารไดรับ
กระแสไฟฟาจะทําใหโมเลกลุเกิดแรงทางไฟฟาทําใหกลุมประจุบวกถูกผลักไปในทิศของสนาม 
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สวนกลุมประจุลบถูกผลักไปในทิศทางตรงกันขามทําใหโมเลกุลของสารเกิดข้ัวคูไฟฟา (Dipole 

moment) ข้ึนมา 
 สารไดอิเล็กทริกบางชนิดท่ีโมเลกุลกอตัวเปนข้ัวคูอยูแลว แตการชี้ทิศทางของข้ัวคูไฟฟาจะไม
เปนระเบียบ (Random) เมื่ออยูภายใตสภาวะปกติ แตเม่ือใหแรงจากสนามไฟฟาภายนอกมากระทํา 
จะทําใหข้ัวคูไฟฟาเล็กๆเหลานี้เรียงตัวในทิศทางเดียวกนัอยางเปนระเบียบ ซ่ึงเรียกโมเลกุลประเภท
นี้วา โมเลกุลมีข้ัว (Polar molecule) และเรียกโมเลกุลประเภทนี้วา ข้ัวคูถาวร (Permanent dipole) มี
สารบางอยางท่ีโมเลกุลเรียงตัวกันเองไดโดยไมตองใชสนามไฟฟาจากภายนอกเรียกสารชนิดนี้วา
สารเฟรโรอิเล็กทริก (Ferroelectric materials) เชน แบเรียมไทเทเนต (BaTiO3) เลดไทเทเนต
(PbTiO3) และเลดเซอรโคเนตไทเทเนต (Pb(ZrxTi1-x)O3, PZT) เปนตน ลักษณะของการท่ีโมเลกุล
ข้ัวคูของสารไดอิเล็กทริกกอตัวเปนคูเล็กๆ แลวจัดเรียงตัวกันในสนามไฟฟา เรียกวา โพลาไรเซชัน
(Polarization)  
 วัสดุไดอิเล็กทริกเปนชนิดหนึ่งท่ีมีความเปนฉนวนท่ีไมนาํไฟฟาและยังสามารถเก็บประจุ
ไฟฟาไดอีกดวย โดยคาความสามารถในการกักเก็บประจุไฟฟาของสารไดอิเล็กทริกเรียกวาคาความ
จุไฟฟา (Capacitance) เม่ือใสสนามไฟฟาแกสารไดอิเล็กทริก สารไดอิเล็กทริกจะเกดิโพลาไรเซชัน
ข้ึนซ่ึงเทากับผลรวมของโพลาไรเซชันตอหนึ่งหนวยปริมาตร (Net polarization/ Unit volume) ซ่ึง
ถาคาโพลาไรเซชันสูงก็จะสงผลใหสารไดอิเล็กทริกมีคาความจุไฟฟาสูงตามไปดวย 

 
2.5.1.1   คาสภาพยอมสัมพทัธ 
 พิจารณาตวัเกบ็ประจุอยางงาย คือ เปนแผนขนานท่ีทําดวยโลหะและวางหางกันดวยระยะ d

พื้นที่หนาตัดของแผนขนานเทากับAดังแสดงในรูป 2.20 ระหวางแผนขนานเปนสุญญากาศเม่ือมี
ศักยไฟฟา V ครอมแผนขนาน โดยท่ีแผนโลหะแผนหนึง่จะเปนแผนประจุ +q และอีกแผนหนึ่งจะ
เปนประจุ –q คาประจุนี้จะเปนสัดสวนกบั V ดังสมการ 2.1 
 
   q = CV                                                              (2.1) 

 
เม่ือ C คือ คาความจุไฟฟา มีหนวย คูลอมบตอโวลต (C/V) หรือ ฟารัด (F) 

 



 

 คาความ
เก็บประจไุดม
ขนานมากๆ 
 

  
 
เม่ือ 0  คื

A  คื
 D  คื
 
 ในกรณี
เปนจํานวนเท
 

  

 
 เม่ือ r คื
 โดยคา 
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คือ คาสภาพย
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นัน้ๆ วามีคา
 จะเห็นวา
ตวัเก็บประจุ 
สตรง นั่นคือ

รูป 2.21

อกถึงความสา
และถาหากตั

มจไุฟฟามีคาดั

 
C 

อมสัมพัทธใน
องข้ัวไฟฟาบน
ระหวางข้ัวไฟ

ล็กทริกวางอยู
พยอมสัมพัทธ

d

A
C or


ยอมสัมพัทธห
วบงบอกถึงป
าเปนกี่เทาขอ
ความสามารถ

การเก็บป
อจะตองไมมสี
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1  ตัวเกบ็ประ
 

ามารถในการ
ตวัเก็บประจุมี
ดงัสมการ 2.2

d

A0  

นสุญญากาศมี
นผิวสารไดอิเ
ฟฟา หนวย เม

ยูระหวางแผน
ธหรือเรียกวา

 (2.3) 

หรือคาคงท่ีได
ระสิทธิภาพแ
งสุญญากาศ 
ถในการเก็บป
ประจุไฟฟาท่ีส
สภาพนําไฟฟ

จุแบบแผนขน

รกักเก็บประจุ
มขีนาดพื้นท่ีข
2 

  

มคีา 8.854 x1

เล็กทริก หนว
มตร (m) 

นขนานดังรูป2

คาคงที่ไดอิเล็

ดอิเล็กทริกขอ
และความสาม
ซ่ึงตัวอยางข

ประจุจะแปรผั
สมบูรณที่สุด
ฟาอยูเลยหรือมี

 
นาน 

 ยิ่งมีความ
นานมากกวา

 

10-12 ฟารัดตอ
วย ตารางเมตร

2.20คาความจ
ล็กทริกดังสม

องสารไดอิเล็ก
มารถในการเก็
ของคา r ข
ผันตรงกับคาส
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มคีวามตานท

มจุไฟฟามากเ
ระยะหางระห

(2.2) 
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ในทางปฏิบัตแิลวสารไดอิเล็กทริกท่ีใชงานจะมีความตานทานไมเปนอนันต ทําใหมีกระแสไฟฟา
ไหลผานในปริมาณเล็กนอยท่ีเรียกวากระแสร่ัว (Leakage current) เกิดข้ึน 
 

ตาราง 2.5  คาสภาพยอมสัมพัทธและคาการสูญเสียไดอิเล็กทริกของสารบางชนิด [4] 
 
 
 
 
 
 

2.5.1.2   คาการสูญเสียไดอิเล็กทริก 
 ในกรณีท่ีมีการใชไฟฟากระแสสลับกับสารไดอิเล็กทริกนั้น ข้ัวคูทางไฟฟาหรือไดโพลในเนื้อ
สารจะมีการเปล่ียนแปลงกลับไปมา ซ่ึงการจะเปล่ียนไดชาหรือเร็วเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับความถ่ีของ
สนามไฟฟาท่ีให โดยถาความถ่ีสูงเกินไปจะทําใหไดโพลไมสามารถปรับตัวใหทันตามความถ่ีทํา
ใหเกิดการหยดุนิ่งของไดโพลเนื่องจากความเฉ่ือย เม่ือหยุดนิ่งนานๆจะทําใหเกดิความรอนข้ึน
(Loss)ซ่ึงความรอนท่ีเกิดข้ึนนี้เปนท่ีมาของคาการสูญเสียไดอิเล็กทริก (Dielectric loss; tan) และ
ตัวอยางของคาการสูญเสียไดอิเล็กทริกของสารบางตัวแสดงดังตาราง 2.6 
 การใชงานของวัสดุเฟรโรอิเล็กทริกแทบจะทุกชนดิมีความสัมพันธกับสนามไฟฟาดงันั้น
การศึกษาสมบัติทางไฟฟาของวัสดุจึงมีความจําเปนอยางมากซ่ึงคาสภาพยอมสัมพัทธเปนสมบัติท่ี
สําคัญอยางหนึ่งของวัสดุเพยีโซอิเล็กทริกซ่ึงตองมีคุณสมบัติดังนี ้

1. คาสภาพยอมสัมพัทธสูง (High dielectric constant) อยูในชวง 200 - 10,000 เทียบกบัวัสดุ
ท่ีเปนฉนวนมีคาสภาพยอมสัมพัทธสูง 5-100 เหมาะกับการประยุกตใชงานทางดานตัวเก็บ
ประจุ 

2. มีคาการสูญเสียไดอิเล็กทริกตํ่า (Low dielectric constant) อยูในชวง 0.1% - 7% 
3. มีสภาพความตานทานทางไฟฟาสูง (High specific electric resistivity) มากกวา 

1013 .cm 
4. สามารถทนการเบรกดาวนไดพอสมควร (Moderate dielectric breakdown) ประมาณ 

100 - 120 kV/cm สําหรับเม็ดเซรามิกและประมาณ 500 - 800 kV/cm สําหรับแผนเซรา-
มิกบางๆ 
 
 

ชนิดของเซรามิก r tan 

BaTiO3 1700 0.5 
Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 1060 0.08 

PLZT 7/60/40 2590 1.9 
PMN-PT (90/10) 24000 5.5 

PbNb2O6 225 1.0 



 

2.5.1.3   ผลข
 ภายในเ
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ขนาดเกรนป
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สงผลโดยตร
ของเกรนเพื่อ
การแสดงสม
ขนาดของเกร
เพื่อปรับปรุง

 

รูป2.22คา
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บัติไดอิเล็กทริ
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สารหลัก

กัน[34] 



26 
 

2.5.2   สมบัติเฟรโรอิเล็กทริก 
 การวัดสมบัตฮิิสเทอรีซีสในวัสดุเฟรโรอิเล็กทริก 
 ลักษณะสําคัญท่ีสุดของวัสดุเฟรโรอิเล็กทริก คือ การกลับทิศของข้ัวทางไฟฟา (Dipole 

moment switching) หรือสภาพการมีข้ัว (Polarization switching) โดยสนามไฟฟาโดยผลของการ
กลับทิศของข้ัวทางไฟฟาและโดเมนในวัสดุเฟรโรอิเล็กทริกเม่ือไดรับสนามไฟฟาภายนอก คือการ
เกิดวงวนฮิสเทอรีซีส (Hysteresis loop) การวัดสมบัตฮิิสเทอรีซีสนั้นมีไดหลายวธีิซ่ึงลวนแลวแตมี
พื้นฐานมาจากวงจรSawyer-Tower (Sawyer-Tower Circuit) ท่ีไดรับการพัฒนาโดย C.B. Sawyer

และ C.H. Tower ในป ค.ศ. 1930 [34] โดยเม่ือทําการวัดสมบัติฮิสเทอรีซีสดวยเคร่ืองมือดังกลาว
แลว จะไดลักษณะของวงวนฮิสเทอรีซีสดังรูป 2.22 

 

 
รูป2.23  ลักษณะของวงวนฮิสเทอรีซีสในสารเฟรโรอิเล็กทริกบางชนิด[9] 

   โดย P คือ คาโพลาไรเซชัน E คือ คาสนามไฟฟา 
 Pr คือ คาสภาพการมีข้ัวคงคาง 
 Ps คือ คาโพลาไรเซชันอ่ิมตัว 

  Ec คือ คาสนามลบลางไฟฟา 
 

 จากรูป 2.23 เม่ือมีสนามไฟฟากระแสตํ่าๆ สภาพการมีข้ัว (Polarizations) จะเพิ่มแบบเชิงเสน
กับขนาดของสนามไฟฟาซ่ึงสอดคลองกับชวง oa หรือเสนโคงบริสุทธ์ิ (Virgin curve) ในชวงนี้
สนามไฟฟาจะไมสูงมากพอท่ีจะกลับทิศของโดเมนท่ีมีสภาพการมีข้ัวท่ีหันทิศทางตรงกันขามกับ
สนามไฟฟาภายนอกใหสามารถหันไปในทิศทางเดียวกบัสนามไฟฟาได แตเม่ือสนามไฟฟาเพิ่มข้ึน
สภาพการมีข้ัวดังกลาวกจ็ะเร่ิมกลับทิศไปตามสนามไฟฟา และท่ีจุด a โดเมนท้ังหมดจะมีทิศทาง
เดียวกับสนามไฟฟา เรียกจดุนี้วา โพลาไรเซช่ันอ่ิมตัว (Saturated polarization: Psat หรือ Ps) ตอมา
เม่ือลดสนามไฟฟาโดเมนบางสวนจะกลับไปสูทิศทางเดมิ (Back-switching) แตท่ีตําแหนง
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สนามไฟฟาเปนศูนย (จุดb) สภาพการมีข้ัวจะไมเปนศูนย ดังนั้นถาจะทําใหสภาพการมีข้ัวหมดไป
สนามไฟฟาจะตองถูกกลับทิศ (จุดc) และเม่ือเพ่ิมสนามไฟฟาในทิศตรงกันขามก็จะทําใหมีการ
จัดเรียงทิศของไดโพลใหมกอนท่ีจะถึงจดุอ่ิม (จุดd) อีกคร้ัง จากนั้นลดสนามไฟฟาเปนศูนยและ
ตอมาก็เร่ิมกลับทิศทางของสนามไฟฟาอีกคร้ังก็จะครบรอบ ดังนั้นจึงเกิดเปน วงวนฮิสเทอรีซีส
(Hysteresis loop) ถึงแมวาจะมีการลดสนามไฟฟาภายนอกลงจนกระท่ังมีคาเปนศูนย แตสภาพการ
เปนไฟฟาของวัสดุก็จะไมลดลงจนเปนศูนย เนื่องจากยังมีสภาพการมีข้ัวคงคาง (Pr) อยูในตัววสัดุ
ดังนั้นการท่ีจะลดการเหน่ียวนําท้ังหมดใหกลับมาเปนศูนยเหมือนเดิม จึงจําเปนตองมีการให
สนามไฟฟาเขาไปในทิศทางตรงขามขนาด Ec หรือท่ีเรียกวาสนามลบลางไฟฟา (Coercive field)  
 
2.6   สมบัติเชงิกล 
2.6.1   ความแข็ง 
 ความแข็ง (Hardness) เปนสมบัติเชิงกลที่บอกถึงความสามารถในการตานทานตอการขีดขวน
(Scraching) ท่ีบริเวณผิวของเซรามิก โดยเซรามิกท่ีมีคาความแข็งสูงจะสามารถทนทานตอการเกดิ
รองรอยจากการขีดขวนในการใชงานไดด ี การวัดความแข็งเปนสมบัติทางกลท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง
ของวัสดุท่ีจะแสดงถึงความตานทานตอการกดใหเกิดรอยบนผิววัสด ุ และยังสามารถนําไปหาคา
สมบัติเชิงกลอื่นๆไดเชนคามอดุลัสของยัง (Young’s modulus; E) คาความตานทานตอรอยแตก
(Fracture toughness; KIC) เปนตน ดังนัน้เพื่อใหการใชงานของวัสดแุตละชนดิเหมาะสมกับสภาพ
การใชงานไดดีท่ีสุด จึงจําเปนตองมีการวดัความแข็งของผิววัสดุ โดยการทดสอบความแข็งของวัสดุ
แบงออกเปน 2 ชนิด คือ การทดสอบความแข็งมหภาค (Macrohardness) และการทดสอบความแข็ง
จุลภาค (Microhardness) 

1. การทดสอบความแข็งมหภาค (Macrohardness)  
 เปนการทดสอบความแข็งบนผิววัสดุซ่ึงสามารถเห็นรอยกดไดดวยตาเปลา คาความแข็งท่ีวัด
ไดจะเปนคาความแข็งโดยรวมของวัสดุนัน้มีวิธีการทดสอบท่ีนิยมใช 3 วิธี คือ การทดสอบความ
แข็งแบบบริเนลล (Brinell hardness test) การทดสอบความแข็งแบบร็อกเวลล (Rockwell 

hardness test) และการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอรส (Vickers hardness test) 
2. การทดสอบความแข็งแบบจลุภาค (Microhardness) 

 เปนการวดัคาความแข็งในบริเวณเล็กๆระดับจุลภาคหรือระดับวัฎภาค (Phase) และใชน้ําหนัก
กดในระดับกรัมซ่ึงเหมาะสมสําหรับการทดสอบความแข็งของผิวเคลือบแบบบาง (Thin layer) การ
วัดความแข็งระดับจุลภาคนีจ้ะมีดวยกัน 2 วิธี คือ แบบวิกเกอรส (Vickers hardness test) และ
แบบนูป (Knoop hardness test) 
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2.6.1.1   การทดสอบแบบวิกเกอรส 
 การทดสอบแบบวิกเกอรส (Vickers indentation) จะใชหัวกดท่ีทํามาจากเพชรท่ีมีฐานเปนรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีมุมระหวางกนั 136 องศา ความลึกของรอยกดมีคาประมาณ 1/7 เทาของความยาว
ของเสนทแยงมุม ดังรูป 2.24 และตองทําการวัดเสนทแยงมุมท้ัง 2 ดาน แลวนํามาหาคาเฉล่ียคาท่ีได
จะอยูในรูป Vickers hardness number ซ่ึงก็คืออัตราสวนของน้ําหนกัท่ีใชในการกดกับพื้นผิวท่ีเกดิ
รอยดังสมการ2.5 
 

   2

)854.1(

d

P
HV                                                (2.5) 

 
เม่ือ HV คือคาความแข็งในหนวยของวิกเกอรส หนวย จกิะปาสคาล (GPa) 
 P คือน้ําหนักท่ีใหแกหัวกด หนวย นิวตัน (N) 
 d คือความยาวเฉล่ียของเสนทแยงมุมของรอยกด หนวย ไมโครเมตร (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.24 ลักษณะ (a)รอยกดที่เกิดจากหัวกดและ (b)หวักดแบบวกิเกอรส [1] 
 
 2.6.1.2   การทดสอบแบบนูป 
 การทดสอบแบบนูป (Knoop indentation) จะใชหัวกดที่ทํามาจากเพชรท่ีมีฐานเปนรูปปรามิด
ฐานส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน ท่ีมีความยาวของดานหน่ึงยาวกวาอีกดานหนึ่ง 7 เทา มีมุมทางยาว 170

องศา และมุมตรงขาม 130 องศา ดังรูป 2.25 รูปของรอยกดเปนรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนขนานกนั 2

ดาน แตจะทําการวัดเฉพาะดานแกนยาวเทานั้นสําหรับความลึกของรอยกดจะมีคาประมาณ 1:30

ของเสนทแยงมุมดานท่ียาวผลการทดสอบจะอยูในรูปของ Knoop hardness number ซ่ึงก็คือ
อัตราสวนของน้ําหนกักดกับพื้นผิวท่ีถูกกดลงไป ดังสมการ 2.6 

(a (b
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เม่ือ HK คือคาความแข็งในหนวยของนูป หนวย จิกะปาสคาล (GPa) 

P  คือน้ําหนักท่ีใหแกหัวกด หนวย นิวตัน (N) 
 d  คือความยาวเฉล่ียของเสนทแยงมุมของรอยกด หนวย ไมโครเมตร (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.25 ลักษณะ (a)รอยกดที่เกิดจากหัวกดและ (b)หัวกดแบบนูป [1] 
 

 ความแข็งของเซรามิกนั้นเปนสมบัติเชิงกลอีกอยางหนึ่งท่ีข้ึนอยูกับโครงสรางจุลภาค
เชนเดยีวกับสมบัติทางไฟฟา และจากการท่ีเซรามิกนั้นเปนวัสดุท่ีคอนขางเฉ่ือยตอการทําปฏิกิริยา
ทางเคมี ถาหากลักษณะโครงสรางจุลภาคของเซรามิกท่ีบริเวณผิวมีลักษณะเชนเดยีวกับท่ีอยูภายใน
เนื้อของเซรามิก ดังนัน้การทดสอบสมบัติเชิงกลที่บริเวณผิวหนาของช้ินงานกน็าจะนํามาหาคา
สมบัติเชิงกลอื่นๆ ของเซรามิกได โดยเฉพาะคาความแข็งในหนวยวกิเกอรสและนปูนั้นสามารถจะ
นําคาท่ีวัดไดมาใชในการคํานวณเพื่อหาคา 

 
 
 
 
 

(b) 

(a) 
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(ก) มอดุลัสของยัง 
 มอดุลัสของยัง (Young’s modulus) เปนความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด โดย
ในเซรามิกจะเปนตัวท่ีบงบอกถึงความแข็งแรงโดยจะอยูในรูปของมอดุลัสของความยืดหยุนโดย
หมายถึงคาอัตราสวนระหวางความเคน (Stress) และความเครียด (Strain) หรือสามารถหาไดจาก
ความชันของกราฟเชิงเสนของความสัมพันธท้ังสองท่ีเปนไปตามกฎของฮุก (Hook’s law) ท่ีมี
สมการดัง2.7 
 

   


E        (2.7) 

 
เม่ือ E คือมอดุลัสของยัง หนวย ปาสคาล (Pa) 
  คือความเคน หนวย ปาสคาล (Pa) 
  คือความเครียด 
 จากสมการ 2.7 นั้นเปนการคํานวณคามอดุลัสของยังจากอัตราสวนระหวางความเคนกับ
ความเครียด นอกจากนัน้เรายังสามารถคํานวณหาคามอดุลัสของยังไดอีกวิธี คือ เม่ือไดคาความแข็ง
แบบนูปแลว นําคาความแข็งในหนวยของนูปไปคํานวณหาคามอดุลัสของยัง (Young’s modulus)

ตามสมการ 2.8 ซ่ึงในงานวจิยันี้ไดใชวิธีนี้ในการหา 
 

 )'/'()/( abab

HK
E




     (2.8) 

 
เม่ือ E คือ มอดุลัสของยัง หนวย จิกะปาสคาล (GPa) 
 α คือ คาคงท่ีท่ีไดจากผลการทดลองของMarshall และคณะ [37] 

สําหรับเซรามิกโดยท่ัวไป มีคาประมาณ 0.45 
 HK คือ ความแข็งในหนวยของนปู หนวย จกิะปาสคาล (GPa) 
 b/a คือ อัตราสวนระหวางเสนทแยงมุมของหวักดดานส้ันตอเสนทแยงมุมของหัว 
  กดดานยาวสําหรับหัวกดแบบนูป มีคาเทากับ 0.14 
 b’/a’ คือ อัตราสวนระหวางเสนทแยงมุมของรอยกดดานส้ันตอเสนทแยงมุมของรอย
  กดดานยาว 
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(ข) ความตานทานตอรอยแตก 
 ความตานทานตอรอยแตก (Fracture toughness) เปนคาท่ีบอกถึงความสามารถในการดูดซับ
พลังงานของเซรามิกกอนท่ีจะเกิดรอยแตก โดยรอยแตกจะเกิดข้ึนท่ีบริเวณท่ีมีความเคนสูงสุด เชน
มุมของรอยกด ปริมาณความเคนท่ีปลายรอยแตกข้ึนอยูกับความเคนท่ีใหแกเซรามิกและความกวาง
ของรอยแตก ปริมาณความเคนวิกฤตท่ีเปนสาเหตุของการแตกในแนวระนาบ เรียกอีกอยางหนึ่งวา
ความตานทานตอรอยแตก (Fracture toughness; KIC) สามารถหาไดจากสมการ 2.9 
 

   aEK fIC                                          (2.9) 
 
เม่ือ KIC คือ ความตานทานตอรอยแตก (MPa.m1/2) 
 E คือ มอดุลัสของยัง หนวยปาสคาล (Pa) 
  คือ ความเคนท่ีทําใหเกิดรอยแตก หนวย ปาสคาล (Pa) 
 a คือ ความยาวของรอยแตกโดยวัดจากกึ่งกลางของรอยกด หนวย เมตร (m) 
  
 ในท่ีนีก้ารหาคาความตานทานตอรอยแตกนั้น จะใชการกดลงบนผิวของวัสดุดวยหัวกดแบบ
วิกเกอรส เม่ือใหแรงกระทํามากพอจะทําใหวัสดุนัน้เกดิรอยแตกข้ึน ท้ังในลักษณะของรอยแตกจาก
มุมของหัวกด (Radial crack) รอยแตกท่ีขนานกับพืน้ผิวและอยูใตผิว (Lateral crack) และรอยแตก
ท่ีลึกลงไปจนถึงกึ่งกลางของหัวกด (Median crack) โดยการเติบโตของรอยแตกที่เกิดข้ึนนั้นจะ
เกิดข้ึนท้ังสองแนว โดยเกิดจากความแตกตางของความเคนภายใน สวนบริเวณท่ียดืหยุน (Plastic 

zone) กับบริเวณรอบขางเปนผลที่ทําใหเกดิแรงเคนเนื่องมาจากแรงดึง (Tensile stress) ระหวาง
สองบริเวณดังกลาว และสามารถหาคาความตานทานตอรอยแตกไดจากสมการ 2.10 [38] 
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เม่ือ KIC คือ ความตานทานตอรอยแตก( MPa.m1/2) 
 E คือ มอดุลัสของยัง หนวย ปาสคาล (Pa) 
 HV คือ ความแข็งแบบวกิเกอร หนวย ปาสคาล (Pa) 
 P คือ น้ําหนักท่ีใชกดลงบนเซรามิก หนวย นวิตัน (N) 
 c คือ ความยาวของรอยแตกเร่ิมวัดจากจุดกึ่งกลางของรอยกด หนวย เมตร (m) 
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 การทดสอบความแข็งท้ังสองวิธี รอยกดจะมีขนาดเล็กมากซ่ึงไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา
ดังนั้นการวัดรอยกดจําเปนตองใชกลองจุลทรรศนท่ีมีสเกลบอกขนาดติดท่ีเลนสชวยในการวัด
นอกจากนั้นการวัดช้ินงานตองระวังใหผิวต้ังฉากกับหวักดขณะทําการวัด หากไมตั้งฉากจะทําให
การวัดเสนทแยงมุมผิดพลาดและคาความแข็งท่ีไดจะไมเท่ียงตรง 
เปรียบเทียบการกดแบบนูปและแบบวิกเกอรสสําหรับการใหน้ําหนักและการทดสอบวัสด ุ[39] 

- หัวกดแบบวกิเกอรสสามารถกดไดลึกเปน 2 เทาของการกดแบบนูป 
- เสนทแยงมุมของการกดแบบวิกเกอรสยาวประมาณ 1/3 ของเสนทแยงมุมหลักของการ
 กดแบบนูป 
- การทดสอบแบบวกิเกอรสตอบสนองตอความผิดพลาดมากกวาการทดสอบแบบนูป 
- การทดสอบแบบวกิเกอรสเหมาะสําหรับพื้นท่ีกลมเล็กๆ 
- การทดสอบแบบนูปเหมาะสําหรับพื้นท่ียาวเรียวเล็กๆ 
 

2.6.2   การสึกหรอ 
 การสึกหรอ (Wear) เปนการสูญเสียเนื้อวัสดท่ีุเกิดจากการถูกกระทําโดยแรงทางกลจาก
ของแข็งหรือของเหลว โดยการเคล่ือนท่ีหรือสัมผัสของวัสดุดวยกลไกตางๆ ซ่ึงการสูญเสียเนื้อวัสดุ
จะอยูในรูปของน้ําหนกัหรือขนาดของวัสดุท่ีเปล่ียนไป โดยมีกลไกการสึกหรอตางกัน โดยท่ัวไป
แลวพบวามักมีหลายกลไกการสึกหรอหลายชนิดเกิดข้ึนพรอมๆ กัน กลไกการสึกหรอชนิดท่ีมีผล
ตอการสึกหรอมากท่ีสุด เรียกวา กลไกการสึกหรอหลัก และกลไกการสึกหรอที่มีผลตอการสึกหรอ
เพียงเล็กนอยหรือชวยใหเกดิการสึกหรอหลักดีข้ึน เรียกวา กลไกการสึกหรอรอง [39] 
 
2.6.2.1   ประเภทของการสึกหรอ 
 การสึกหรอสามารถแบงตามลักษณะการเกดิการสึกหรอได 6 ประเภท คือ การสึกหรอแบบขัด
ถู (Abrasive wear) การสึกหรอแบบตดิกัน (Adhesive wear) การสึกหรอแบบการกัดกรอน
(Corrosion wear) การสึกหรอแบบความลา (Fatigue wear) การสึกหรอแบบการกัดเซาะ (Erosive 

wear) และการสึกหรอแบบการส่ัน (Fretting wear) [39] 
1. การสึกหรอแบบติดกัน 

 การสึกหรอแบบติดกัน จะมีโอกาสเกิดข้ึนเม่ือมีการเล่ือนไถลของวัสดุสองชนิดท้ังในขณะท่ีมี
การหลอล่ืนหรือไมมีการหลอล่ืนโดยท่ีจุดสัมผัสจะเกิดการฉีกขาดหรือหลุดออกไปติดกับพื้นผิว
อ่ืนๆ จนกระท่ังมีปริมาณการติดกันมากข้ึนจึงหลุดเปนเศษ (debris) ออกไปดังรูป 2.26 ปจจัยท่ีมีผล
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ตอกลไกการสึกหรอแบบตดิกัน ไดแก โครงสรางผลึกพันธะของวัสดุ ขนาดของเกรนและลักษณะ
ขอบเกรน 

 
รูป 2.26  กลไกการสึกหรอแบบติดกันของวัสด ุ(A) และ (B) [40] 

 
2. การสึกหรอแบบขัดถู 

 การสึกหรอแบบขัดถูเกิดจากพ้ืนผิวท่ีแข็งและขรุขระ หรืออนุภาคท่ีแข็งเคล่ือนท่ีไปบนพ้ืนผิว
ท่ีมีความแข็งนอยกวา จึงทําใหเกิดความเสียหายระหวางจดุท่ีสัมผัสทําใหเกิดการเปล่ียนรูปแบบ
ถาวรหรือแตกหัก โดยท่ัวไปการเปล่ียนรูปแบบถาวรท่ีเกดิข้ึนระหวางพื้นผิวท่ีเกิดการขัดถูแบงได 3
แบบคือ 
 (1) Ploughing เปนการสึกหรอท่ีไมสูญเสียเนื้อวัสดุแตเกิดการผิดรูปบริเวณผิวของวัสด ุ
 (2) Wedge เปนการสึกหรอท่ีมีการสูญเสียเนื้อวัสดเุพยีงเล็กนอยและยังเกิดการผิดรูปบนผิว
วัสด ุ
 (3) Cutting  เปนการสึกหรอท่ีมีการสูญเสียเนื้อวัสดุมากท่ีสุดโดยเศษที่หลุดออกมาจะมี
ลักษณะคลายริบบ้ิน (Ribboned-shaped) 
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รูป 2.27  ภาพถาย SEM ลักษณะการสึกหรอของทองเหลืองกับลูกบอลเหล็กกลาแบบ 

 (a) Ploughing, (b) Wedge และ (c) Cutting [41] 

 

         สําหรับการแตกหกัมักจะเกดิกับวัสดุประเภทเซรามิก ซ่ึงมีความแข็งสูงแตเปราะและมีชวงการ
เปล่ียนรูปแบบถาวรนอยมาก เม่ือถูกแรงกระทําท่ีมากพอจะเกิดการแตกหกั กลไกการแตกหักคือ 
เม่ือใหแรงกระทําบนผิววัสดุแลวเคล่ือนท่ีผานไปบนวัสดุ จะทําใหเกดิรอยราวภายใน ตอมาจะเกิด
รอยราวขนานกับผิวของวัสดุ ซ่ึงจะเคล่ือนท่ีออกสูบริเวณผิวของวัสดุทําใหวัสดุนัน้หลุดออกมาดัง
รูป 2.28 

 
รูป 2.28  ลักษณะการสึกหรอแบบแตกหัก [41] 

 
3. การสึกหรอแบบกัดเซาะ 

 การสึกหรอแบบกัดเซาะเกดิจากการตกกระทบของวัสดุในลักษณะของการกระแทก ซ่ึงมีท้ัง
แบบท่ีเปนอนภุาคของแข็ง หยดของเหลว และการระเบิดของฟองอากาศในของเหลว โดยอัตราการ
สึกหรอในลักษณะนี้จะมีเร่ืองของมุมตกกระทบและชนิดของวัสดุเขามาเกี่ยวของ 
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4. การสึกหรอแบบกัดกรอน 
 การสึกหรอแบบกัดกรอน (Corrosive wear) เปนการสึกหรอที่เกิดข้ึนรวมกันระหวางการสึก
หรอทางเคมี (Chemical wear) กับการสึกหรอเชิงกล (Mechanical wear) โดยมีปจจัยหลักในการ
เกิดคือ ออกซิเจนและนํ้า ซ่ึงนับไดวาการสึกหรอในลักษณะนี้เปนการเกิดแบบเสริมกัน โดยมักจะ
เกิดการสึกหรอทางเคมีข้ึนกอน และมีการเคล่ือนผานหรือขูดผิววัสดุออกจนเกิดกบัความเสียหาย
ของผิววัสดุตัวอยางการสึกหรอประเภทนี้ เชน การทํางานในกระบวนการท่ีเกี่ยวกับแรกระบวนการ
ทางเคมีหรือวสัดุอุปกรณท่ีสัมผัสกับน้ําทะเล เปนตน 

 
5. การสึกหรอแบบความลา 

 การสึกหรอแบบความลา (Fatigue wear) เปนการสึกหรอในลักษณะท่ีมีการใหแรงกระทําบน
ผิววัสดุซํ้าๆ จนเกิดความเคนสะสมบนผิววัสดุ เม่ือความเคนมีคาสูงมากพอจนเกิดจํานวนรอบวิกฤต
ทําใหเนื้อวัสดแุตกหรือหลุดออกจากผิววัสดุ แตถาไมดําเนินถึงรอบวิกฤตก็จะไมเกิดการสึกหรอข้ึน
สามารถแบงการสึกหรอประเภทนี้ไดเปน 2 แบบ คือ ความลาท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีแบบหมุนเกิด
โดยไมมีการสัมผัสกันของวสัดุ เนื่องจากมีสารหลอล่ืนค่ันกลาง แตความเคนจะสามารถสงแรง
กระทําผานฟลมบางของสารหลอล่ืน ทําใหบริเวณผิวสัมผัสเกิดการแตกหัก สวนความลาแบบมี
ความเคนสะสมเปนการสึกหรอท่ีพบในเซรามิก ซ่ึงเปนความลาชนิดท่ีความเคนข้ึนอยูกับปฏิกิริยา
เคมีระหวางไอน้ํากับความเคนท่ีผิว โดยเฉพาะในสวนของปลายรอยแตก ซ่ึงจะเปนจุดท่ีมีความเคน
สูงสุดและอาจทําใหเกิดการเติบโตของรอยแตกและทําใหเกิดการแตกหกั 

 
6. การสึกหรอแบบการส่ัน 

 การสึกหรอแบบการส่ัน (Fretting wear) เปนการสึกหรอเนื่องจากการส่ันของวัสดุท่ีสัมผัสกัน
ทําใหเกิดกลไกการสึกหรอแบบติดกันเกิดข้ึนกอน ตอมาเกิดการส่ันข้ึนทําใหเกิดการแยกออกจาก
กันและทําใหแตกออกเปนช้ินเล็กๆ โดยชิ้นสวนเล็กๆ นั้นจะกลายเปนอนุภาคสําหรับขัดถู ซ่ึงการ
สึกหรอลักษณะนี้เปนแบบไมรุนแรงเม่ือเทียบกับกลไกอื่นๆ แตอาจเกิดรวมกับการสึกหรออ่ืนๆ จน
ทําใหเกิดการสึกหรอมากข้ึนได 
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2.6.2.2   อัตราการสึกหรอ 
 การหาคาอัตราการสึกหรอ (Wear rate) สามารถหาไดตามสมการของ Archard ซ่ึงไดกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางอัตราการสึกหรอทีแ่ปรผันกับน้ําหนักกดทับท่ีใหกับวัสด ุ[42] ดังสมการ 2.8 
 

kWQ       (2.8) 
 

เม่ือ Q คือ อัตราการสึกหรอ 
       k   คือ คาสัมประสิทธ์ิการสึกหรอ 
      W  คือ น้ําหนักท่ีใหแกวสัดุ 

เม่ือพิจารณาจากคาความแข็งและปริมาตรหรือน้ําหนกัของวัสดุท่ีหายไปจะไดสมการ2.9 
 

H

V
kQ       (2.9) 

 

L

V
Q        (2.10) 

 
เม่ือ Q คือ อัตราการสึกหรอ 
      k   คือ คาสัมประสิทธ์ิการสึกหรอ 

      H   คือ ความแข็งของวัสดุ 
     V     คือ ปริมาตรสูญเสียหรือมวลสูญเสีย 
     L     คือ ระยะทดสอบ 
 
2.6.2.3  วิธีทดสอบการสึกหรอแบบไถล 
 การสึกหรอแบบไถลเปนการทดสอบท่ีจัดใหผิวสัมผัสเคล่ือนท่ีสัมพันธกัน วัสดุช้ินหนึ่งไถล
ไปบนวัสดุอีกช้ินหนึ่งวิธีการทดสอบในกลุมนี้คือ pin-on - disk (Face loading) เคร่ืองมือทดสอบ
แบบ pin -on – disk แสดงดงัรูป 2.29 การทดสอบทําโดยยึด pin ใหอยูกับท่ี สวนจานหมุนขัดสีกบั
pin ในแนวราบ pin ท่ีใชอาจเปนช้ินงานท่ีมีลักษณะเปนลูกบอลท่ีไมมีการหมุน หรือเปนวัสดุรูป
คร่ึงวงกลมหรือเปนดานเรียบของวัสดุทรงกระบอก เคร่ืองทดสอบแบบนี้ใชในการสึกหรอแบบ
ไถลและสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน 
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รูป 2.29  เคร่ืองมือทดสอบแบบไถล [39] 

 
 
 
  
 

 


